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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 191-2

Remplacer la page de titre existante par la
nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1.

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 191-2

Replace the existing title page with the
new title page.

Remove the existing page 191 IEC 1 and
insert in its place the new page 191 IEC 1.

Chapter I:

Add the following new sheets:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b
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Toutes les dimensions sont données en millimètres

All dimensions in millimetres

Type AA Type AB Type AC Type AD

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

A 4,83 5.33 4,83 5,33 4,83 5,33 4,83 5,33

A1 0,89 1,14 0,64 0,89 0,64 0,89 0,89 1,14

A2 3,05* 2,79* 2,79* 3,05*

∅b 0,64 0,89 0,89 1,14 0,64 0,89 0,89 1,14

D 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89 16,38 16,89

D1 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92 10,41 10,92

D2 – 0,97 – 0,51 – 0,97 – 0,97

e 2,54* 2,54* 2,54* 2,54*

E 10,41 10,67 10,41 10,92 10,41 10,67 10,41 10,67

L 12,70 19,05 12,70 14,73 12,70 19,05 12,70 19,05

L1 13,39 13,64 13,21 13,72 13,39 13,64 13,39 13,64

∅P 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81

*   Position exacte
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1 La valeur de cette dimension est déterminée par les
tolérances du procédé, cependant elle ne doit pas
dépasser la valeur maximale indiquée.

2 Les extrémités des broches sont formées en vue de
leur identification, la sortie en pointe est la cathode
et la sortie crantée est l'anode. Le degré de mise en
forme dépend de la tolérance du procédé de
découple de la sortie.

3 La valeur minimale indiquée de cette dimension est
l'épaisseur minimale de broche requise pour
répondre aux exigences de solidité des sorties.

1 The value of this dimension is determied by
process tolerances, however, it will not exceed the
maximum value quoted.

2 The ends of the leads are shaped for identification
purposes, the "pointed" lead is the cathode and
the "notched" lead the anode. The degree of
shaping is dependent upon the tolerances of the
etching process used to shape the lead.

3 The minimum value of this dimension quoted is
the minimum thickness of lead required to meet
lead strength requirements.
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